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内容概要

《光电子器件微波封装和测试》重点讨论与光电子器件高速特性相关的芯片测试分析、器件微波封装
、高频性能测试、等效电路分析模型、寄生参数的影响及器件封装优化设计等方面问题。对器件封装
设计中的光耦合问题和热力学设计问题不作深入的介绍。但当光耦合和热力学设计结构的对器件高频
特性有一定影响时，将结合高速光电子器件的微波封装进行综合讨论。
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作者简介

　　祝宁华，研究员，1978～1989年电子科技大学获学士、硕士和博士学位；1 989～1 990年中山大学
从事博士后研究工作；1990～1994年在中山大学工作，1994年晋升为教授；1994～1 995年香港城市大
学研究员；1996～1 998年德国西门子公司客座科学家（洪堡研究员）；1997年入选中国科学院“百人
计划”进入中国科学院半导体研究所工作；1998年获杰出青年科学基金；2004年入选“新世纪百千万
人才工程”国家级人选。　　在光波导器件的理论研究与优化设计，用于微波集成电路和光电集成器
件的各种传输线的模拟分析，高速半导体激光器和调制器组件的研究开发方面都开展了卓有成效的工
作。目前主持865项目，973课题，香港研究基金，基金委重大国际合作和重点项目，科技部重大国际
合作等项目。申请发明专利25项，发表1 00多篇论文。
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的意义1.3 本书主要涉及的器件的类型1.4 本书的特点第二章　高速半导体激光器的微波封装设计2.1 激
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